
»HAW goes USA« – Plätze Wintersemester 2025/26 – Insgesamt 30 Plätze! 
 

Fakultät TI 
Hochschule Department  Plätze 
Drexel University alle Departments 1 
University of Florida alle Departments 2 
Virginia Tech Flugzeugbau¹ 4 
Wichita State University alle Departments 2 

Global E3 alle Departments 3 
Gesamt  12 
 
 
Fakultät LS 
Hochschule Department  Plätze 
Wichita State University alle Departments 2 
Global E3 alle Departments 3 

Gesamt  5 
 
 
Fakultät DMI 
Hochschule Department  Plätze 
Maryland Institute College of Art (MICA) Design² 3 
Gesamt  3 
 
 

Fakultät W&S 
Hochschule Department  Plätze 
California State University, Long Beach Wirtschaft³  3 
California State University, Long Beach Soziale Arbeit4 4 
Radford University Soziale Arbeit, Pflege 1 
University of Rhode Island Wirtschaft (double degree IB) 2 

Gesamt  10 
   
 
Bewerbungsfrist: 6. Januar 2025 
 
Online-Bewerbung über Mobility Online. Beratung beim Student Exchange Coordinator Ihrer Fakultät: 

Fakultät TI: Marie Graf – ti-international@haw-hamburg.de 

Fakultät LS: Jana Polenz – ls-international@haw-hamburg.de  

Fakultät DMI: Dominique da Silva – dmi-international@haw-hamburg.de 

Fakultät W&S: Lea Andres – ws-international@haw-hamburg.de   

 

Hinweise: 

¹ Vier Plätze für Flugzeugbau-Studierende mit ISAP-Stipendium in Höhe von 6.015 Euro*.  

² Drei Plätze für Design-Studierende mit ISAP-Stipendium in Höhe von 6.215 Euro*.  

³ Drei Plätze für Wirtschaft-Studierende mit ISAP-Stipendium in Höhe von 7.700 Euro*.  

4 Vier Plätze für Soziale Arbeit-Studierende mit ISAP-Stipendium** in Höhe von 7.925 Euro*. Studierende können sich 

entweder für das WS25/26 oder für das SoSe26 bewerben. Bitte beachten Sie die Semesterzeiten in den USA (Sept.-Dez. 

bzw. Jan.-Mai). 

 

*  Hierfür müssen fünf Fachkurse (30 ECTS) in den USA erfolgreich absolviert werden. 

** Diese ISAP-Stipendien sind beim DAAD beantragt. Ob der Antrag erfolgreich ist, entscheidet sich im Februar 2025. Bitte bewerben 

Sie sich auch für ein DAAD HAW.International-Stipendium. 

 


